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CAA572C0G3A203] * 20 n 2
CAA572C0G3A303J * 30 n 2 oy stack
CAA572C0G3A443] * 1000 44 n 2 6.1 X 5.6 X 6.4
CAA572C0G3A663] * | COG 66 n 2
CAA573C0G3A993J) * 99 n 3 3x stack:
CAA572C0G2J204] * 630 200 n 2 6.1x84x6.4
CAA573C0G2J304] * 300 n 3
CAA572X7T2J105M ** 1y 2
CAA573X7T2J155M ** 630 15p 3 2x stack:
CAAST2XTT2W225M = | X1 224 2 6.1x50x6.4
CAA573X7T2W335M ** 450 334 3 3y stack
CAA572X7S2A336M ** %75 100 33 2 6.1x7.5%x6.4
CAA573X7S2A476M ** 47 4 3
CAA572X7R1VI07M ** a 100 p 2 2x stack:
CAA573X7R1VI57M ** 150 1 3 6.4x5.0%6.8
CAAST2X7RIEIOTM = | X'R ) 100 2 3y stack:
CAA573X7R1E157M ** 150 p 3 6.4x7.5%6.8
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http://www.tdk.co.jp/corp/zh/news center/press/20180403 01.htm
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https://product.tdk.com/info/zh/catalog/datasheets/mlcc_commercial megacap ca zh.pdf
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	关于TDK公司
	TDK株式会社是一家领先的电子公司，总部位于日本东京。公司成立于1935年，主营铁氧体，是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、铁氧体及电感器、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统等各类被动元器件、电源装置。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。此外，TDK还提供和磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车...
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